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@ Verfahren zur Hersteitung von Lotstoppmaaken auf gedruckten Schaltungen, 

© Ein flussiges Photopolymer (M) mit einer Viskositat 

von 500-1200 mPa s wird im VorhangguB (MV) auf die ge- 

druckte Schaltung (GS) appliziert Die Vorhanghdhe (H) 

wird so gewahlt. daB die Fallgeschwindigkeit des Vorhanges 

beim Auftreffen auf die gedruckte Schaltung 60-160 m/min 

betragt. Die Durchlaufgeschwindigkelt der gedruckten 

Schaltung wird etwa gleichgroB gewahlt wie die Auftreff- 

geschwindigkeit des Vorhanges. Die applizierte Schicht 

(LM) wird in ublicher Weise unter Aussparung der Lotstei- 
i len belichtet und mit einem die unbelichteten Bereiche 
t losenden Mittel entwickelt. 
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Verfahren zur Herstellung von LOtstoppmasken auf 
gedruckten Schaltungen 



Bei der Herstellung durchkontaktierter # gedruckter Schaltun- 
gen gehen immer mehr Hersteller dazu iiber, vor dem LStprozess 
eine LStstoppmaske auf die Schaltung auf zubringen. Diese LOt- 
stoppmasken haben die Aufgabe, alle Stellen der Schaltungsober 
flSche r die nicht mit dem Ltttmetall in Kontakt treten sollen, 
beim LStprozess zu schtitzen und damit unerwiinschte leitende 
Briicken zwischen den Leiterztigen zu vermeiden. Diese Lacke 
sollen aber gleichzeitig auch die Funktion einer Isolations- 
schicht, besonders gegen Verschmutzung und Fauchtigkeit/ fur. 
die fertige Schaltung ttbernehmen. Urn diese beiden Forderungen 



0002040 



dukte und Verfahren entwickelt. Da uberall dort, wo das Lot- 
metall aufgebracht werden sollte, etwa in den durchkontaktier- 
ten Bohrlfichern und den L5taugen Oder auch an Stellen, in de- 
nen die Schaltung mit andem Elementen weiter durchkontaktiert 
werden soli, kein LOtstopplack vorhanden sein darf, muss 
die LGtstoppmaske eine bestimmte vorgegebene Bildstruktur auf- 
weisen. Naheliegend war es deshalb, Druckverf ahren zur Auf- 
bringung dieses Maskenbildes heranzuziehen. 
Da der Lack eine gewisse Schichtdicke aufweisen muss, urn die 
oben erwiihnten Funktionen zuf riedenstellend zu gewahrleisten 
und ausserdem die Leiterzttge ^ut einbetten soil, hat sich das 
Siebdruckverfahren zur Erzeugung von LStstoppmasken in der 
Praxis bewShrt. Mit diesera Verfahren ISsst sich rasch eine 
fUr eine Massenproduktion entsprechend reproduzierbare L6t- 
stoppmaske aufbringen. Als Lacke werden fttr die hSheren Qua- 
lit&ten Zweikomponentensysteme auf Basis von Epoxidharzen und 
neuerdings auch Ifisungsmittelfreie UV~hSrtende Harze auf Basis 
von Acrylaten verwendet. Der Nachteil dieser Technik besteht 
darin, dass - bedingt durch die Siebdrucktechnik - nur eine 
bestimmte Bildfeinheit erzeugt werden kann. Nachteilig ist 
ausserdem bei kleineren Schaltungsserien Oder Prototypen 
die aufwendige Herstellung der Drucksiebe. 

Seit der Einftthrung der sog. Feinleitertechnik, die darin be- 
steht, sehr viele und feine LeiterzUge in sehr geringen Lei- 
terzugsabstSnden auf eine Schaltung unterzubringen , ist die 
Siebdruckmethode zur Erzeugung der notwendigen Feinheit des 
Maskenbildes in vielen Fallen unzureichend. Dieser Effekt 
wird noch dadurch* zusStzlich ungiinstig beeinflusst, dass die 
verwendeten Drucktinten nach dem Druckvorgang, bzw. beim 
Trocknen noch nachf liessen. Dadurch ist man gezwungen, auf 
dem Drucksieb die Abdeckung fur die BohrlBcher grosser zu di- 

— ^ . ^ M ^ww wiywiuAxun wuuaciicii&wej. t. wciire • Musser- 

dem macht sich beim Bedrucken grOsserer Fiachen, bzw. grSsserer 
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Schaltungsformate ein Ver^ug des Drucksiebes f ehlererzeugend 
dahingehend bemerkbar, dass ein Druckversatz entstehto 

Aus diesen Grttnden hat man fiir die Feinleitertechnik nach 
besseren. Verfahren zur Erzeugung eines Maskenbildes mit hoherer 
Bildauf ISsung gesucht* Die Heranziehung von Photoverfahren un- 
ter Verwendung von UV-empf indlichen Photopolymeren war nahe- 
liegendo 

Es warden deshalb Verfahren gesucht, die es erm5glichen, Photo* 
polymere mit einer geei§neten Technik zur Erzeugung von Lot- 
stoppmasken heranzuziehen* Bin solches betemnies Vecfetren testebt: ZoK 
darin, dass ein Photopolymerf ilm (dtlnne Folie) zunSchst 
durch einen speziellen Lamina tor (erhitzte Rolle) auf die 
SchaltungsoberflSche aufgepresst wirdo Dieser Film 
wird durch ein Negativ abgedeckt 5 dann mit UV~Licht 
bestrahlt und schliesslieh die unbelichteten Stellen nach der 
Entfersm&g des Negativs mit geeigneten Bntwieklern herausgeldsto 
Bierdureh entsteht das Maskenbild, welches eine wesentlich fei- 
nere Bildstruktur aufweist* als die im Siebdruckverf ahren er- 
zeugten Masken* Die Hachteile dieses Filmverfahrens bestehen 
darin^ dass es einer aufwendigen Technologie bedarf 0 um die 
L5tstoppf ilme gut haftend und luftfrei auf die OberflSche der 
gedruckten Schaltung auf zubringen e Bleiben nur geringste Spuren 
von Feuehtigkeit, Luft Oder aber auch andere staubf6rmige Ver- 
unreinigungen zwischen dem Film und der Schaltung, so zeigen 
sich beim spateren LBtprozess Blasen und AblBsungserscheinungen 
der Ltftstoppmaske, die schwerwiegende "Folgen nach sich Ziehen 
kSnneno 

Mit diesem Filmkaschierprozess verbundene Schwierigkeiten und 
Nachteile treten naturgemSss bei der Verwendung von fliissigen 
Lacken nicht auf • Diese erzeugen bei geniigendem Fluss eine ein- 
wandfreie, hohlraumf reie Oberfl&che, wodurch Luf teinschlusse 
vermieden werden„ Doch ist es bislang nicht gelungen, solche 
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Lacke, die alien gestellten Eigenschaf ten wie gute Bildauf- 
ISsung, hohe Haftung auf Metall und Kunstharzen, hohe thermi- 
sche, mechanische und elektrische Eigenschaf ten nach Feuchtig- 
keitslagerung sowie hohe Chemikalienbestandigkeit aufweisen, in 
geeigneten verfahren als L5tstoppmasken zu verwenden. Die 
Schwierigkeiten bestehen insbesondere darin, in mBglichst wenig 
ArbeitsgSngen die erforderliche Lackschicht blasenfrei und 
gleichmSssig aufzubringen und dabei eine Verstopfung der 
durchkontaktierten Locher gu vermeiden. Bringt nan etwa 
solche Lacke im "roller coating', durch Tauchbeschichten 
Oder aber auch im Siebdruckverf ahren mit Leersieben auf 
die Schaltung auf, so entsteht meist ein Lackpfropfen in 
den LSehern „ welcher nicht mehr durch den spSteren Entwick- 
lungsprozess in geniigender Weise entfernt werden kann„ Man 
ben6tigt sum Freientwickeln der Bohrungen meist langere Ent~ 
wieklungszeiten als diejenigen, die bei den gebrfiuchlichen 
Lacken zu einer einwandf reien Bllderzeugung notwendig sind. 
Dies hat wiederum den Nachteil, dass l&nger belichtet wer~ 
den muss, damife der UV=gehartete Lack wShrend dieser Ent~ 
wicklungszeifc stabil bleibt, was wiederum zu weniger gut'er 
Bildauflosung fUhrto Es gelingt zwar durch Sprlihverf ahren 
bei Berticksiehtigung versehiedener Parameter wi© Abstand der 
Spriihdtise, Sprtlhwinkel, Sprtihdruck , etc. Schaltungen so zu 
beschiehten, dass die Locher frei entwicklet werden kdnnen, 
doch 1st es nach diesem Verfahren sehr schwierig, gleichmas- 
sige Schichtdicken su erzeugen. Auch 1st durch Erzeugung von 
LSsungsmitteldampfen im Sprvih verfahren ein hSherer Aufwand 
ftir Schutsvorrichtungen zur Gewahrleistung der betriebshygie- 
nischen Vorschriften notwendig. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 

LOtstoppmasken auf gedruckten Schaltungen, bei welchetn 

in aufeinanderfoigenden Schritten eine durch Bestrahlung 

mit insbesondere UV-Licht hartbare flUssige Substanz (ihotopolytra:) 

als dUnne Schicht auf die gedruckte Schaltung aufgebracht und 
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diese Schicht unter Aussparung der Latstellen 
^ildmassig bestrahlt und anschliessend mit einem die nicht 
^estrahlten Bereiche ltfsenden Mittel entwickelt wird. 

parch die Erfindung soil ein Verfahren zur flllssigei Aifrirgung 
^ on LBtstoppmasken geschaffen werden, welches 

ermtfglicht, bereits durchkontaktierte Schaltungen 
00 zu beschichten, dass bei der Beschichtung der 
gchaltung die LOcher derselben harzfrei bleiben oder tmr 
^lnen so dlinnen Harzfilm erhalten, dass beim Ent- 
^Ickeln eine vBllige Entfemung des Harzes im Lochbereich 
gewahrleistet ist. 

tJeberraschetiderweise wurde gefunden, dass die gestellte 
^ufgabe durch Anwendung des an sich bekarmten Vorhang- 
gussverfahrens dtirch besondere Wahl der Verfahrens- 
parameter, insbesondere der Viskositat der Giessmasse, 
der VorhanghtShe und der Geschwindigkeit der durch den 
Vorhang laufenden gedruckten Schaltungen gelBst werden 
kann. 

pemgenflss ist die Erfindung da durch gekennzeichnet , 
dass die flttssige Substanz mittels eines fliessenden 
Vorhanges auf die durch diesen Vorhang transportierten 
gedruckten Schaltungen appliziert wird, wobei erstens 
die Viskositat der flUssigen Substanz so eingestellt 
wird, dass sie beim Auft^ ft?p auf a Ji| e| edruc^en 
Schaltungen 500 - 1200 mPa s^ vorzugsweise 600 - 900 raPa s 
betragt, zweitens die Vorhanght5he_so gewahlt wird, dass 
die Fliessgeschwindigkeit des Vorhanges beim Auftreffen 
auf die gedruckten Schaltungen etwa 60 bis 160 m/min, 
vorzugsweise 70-120 m/min betragt, und drittens die 
Transportgeschwindigkeit der gedruckten Schaltungen 
hfcSchstens gleich oder geringftlgig kleiner, vorzugs- 
weise jedoch grosser als die Endgeschwindigkeit des 
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Vorhanges gewahlt wird. 

Itn folgenden wird die Erfindung anhand der Zeichnungen 
nMher erlautert, es zeigen: 

Fig. 1 eine Giessmaschine zur DurchfUhrung des. 

neuai Verfahrens in schema tischer Darstellung; 
Fig. 2a-2d die wichtigsten Phasen einer ersten • 

Verfahrensvariante 
Fig. 3a-3d die wichtigsten Phasen einer zweiten 

Verfahrensvariante . 

Die in Fig. 1 dargestellte Giessmaschine umfasst einen 
Giesskopf 1 mit einem Giessschlitz 10, eine Transport- 
vorrichtung mit zwei FBrderbandem 2a und 2b, ein Vorrats- 
gefass 3, eine Speiseleitung 4, eine Fbrderpumpe 5, eine 
Auffangrinne 6 und eine Rticklauf le itung 7. Der Abstand 
H zwischen dem Giesskopf 1 und den FBrderbSndern 2a und 
2b ist vorzugsweise durch Verstellung des Giesskopfes 
hBhenverstellbar . Desgleichen sind die Spaltweite des 
Giesschlitzes 10, die FBrderleistung der Pumpe 5 und die 
Geschwindigkeit der FtJrderbander bzw. des diese austreibenden 
Motors (nicht dargestellt) in weiten Bereichen regelbar. 



Die zu beschichtenden gedruckten Schaltungen sind mit GS be- 

zeichnet und werden auf Fbrderbandern 2a-2b unter dem Giesskopf 1 

hindurchtransportiert . Dabei fallt die aus dem Schlitz 

10 austretende Giessharzmasse M in Form eines im 

wesentlichen frei fallenden Vorhanges MV auf die 

Platten GS und bildet dort einen dUnnen Ueberzug LM. 

Da die Platten GS verglichen mit der VorhanghBhe sehr dUnn 

sind, ist der Abstand zwischen dem Giesskopf 1 und den Platten 

oraktisrh <rl#»-fr>h 

*" o 0 ~~ww "-.^ *. *iuouauu 11 l*WJ.£»Ulldl UtTIU UieSS" 

kopf und den FSrderbandern 2a/2b. 
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Wie das folgende Beispiel und die Fig. 2a-2c zeigen, 
kBnnen die Parameter Viskositat, VorhanghBhe und Trans - 
portgeschwindigkeit so abgestimmt werden, dass der 
Ueberzug LM zu einer idealen LBtstoppmaske entwickelbar ist. 
FUr die im folgenden beschriebene Herstellung einer 
LBtstoppmaske wurde eine La ckgiessmas chine der in Fig. 1 
dargestellten Art von der Firma Btirkle & Co., Maschinen- 
fabrik, Freudenstadt , Deutschland mit der Modellbe- 
zeichnung LZKL 400 verwendet. 

Die LBtstoppmaske wurde im einzelnen wie folgt hergestellt: 

Bei einer Raumtemperatur von ca . 25 °C wurde in die 
Giessmaschine (Vorratsgefass 3) die folgende ca. 39%-ige 
Polymer lSsung eingefUllt, die bei Raumtemperatur eine 
Viskositat von ca . 750 mPa s aufweist. 

1500 g eines lichtempf indlichen Epoxidharzes vom 

Molekulargewicht 2000 und einem Epoxidgehalt 
von 0,8-1,0 Aequ/kg 
48 g 2,6 Xylylbiguanid 
1000 g l-Acetoxy-2-athoxyathan 
1300 g Aethylenglykolmonomethylather 
3 g Farbstof f 

Bei einer HBhe (H) des Giesskopfes (1) von 100 mm und 
einer Spaltweite des Giessschlitzes (10) von 0,6 mm 
betrug die Fallgeschwindigkeit des Vorhanges an seinem 
unteren Ende ca . 70-90 m/min. Die Laufgeschwindigkeit 
der FBrderbMnder 2a/2b wurde auf 130 m/min eingestellt. 

Die zu beschichtende Schaltungsplatte (GS ) hatte das 

Format 210x300 mm und BohrlBcher (B) von 0,8 mm Durchmesser. 

Nach der Beschichtung besass diese Platte einen Lack- 
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auftrag von 6,10 g. Nach der anschliessenden Trocknung 
von 60 min/80 o C in einem ventillierten Trockenschrank 
betrug die Lackschichtdicke auf Leiterzligen von 2 mm 
Breite 20-22 u. Die BohrlOcher waren nur am oberen 
Rande mit einem dllnnen Lackfilm Uberzogen. Die so 
Uberzogenen gedruckten Schaltungen wurden unter 
Auflage eines Negativf ilms 30 sec mit einer 5000-Watt 
MetaHhalogenid Ultraviolettlampe belichtet und anschlies- 
send in einer LtJsung von Cyclohexanon entwickelt. 

Eine Inspektion der BohrlScher sowie des Lackmasken- 
bildes ergab eine einwandfreie Sauberkeit der LScher 
sowie eine hohe Konturenscharfe. 

Nach einer anschliessenden HSrtung von 1 h/130°C wurde 
die mit der Lackmaske Uberzogene gedruckte Schaltung 
Uber eine Ubliche LBtwelle bei 260 °C gefUhrt. Nach dieser 
Prozedur befand sich der Lack in einwandfreiem Zustand 
und waren die BohrlBcher libera 11 einwandfrei mit LBt- 
zinn geftlllt. 

Die Fig. 2a-2d zeigen einen Lochbereich der Schaltungs- 
platte GS in vergrtJsserter Schnittdarstellung in den 
wichtigsten Phasen und zwar: Fig. 2a vor der Beschichtung, 
Fig. 2b nach der Beschichtung, Fig. 2c bei der Belichtung 
und Fig. 2d nach der Entwicklung 

Aus Fig. 2b ist ersichtlich,' dass die Bohrung B mit 
Ausnahme ihres oberen Randbereiches frei von Ueberzugs- 
masse ist. 

Die Belichtung und dadurch bewirkte H'drtung der Schicht 
LM erfolgt gemass Fig. 2c unter Zwischenschaltung einer 
Negativmaske N mittels UV-Strahlen, die durch die Pfeile 
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UV symbolisiert sind. Die unterhalb des UV-undurch- 
l'dssigen (schwarzen) Bereichs NS der Negativmaske 
liegenden Telle der Schicht LM werden nicht gehartet. 

In der anschliessenden Entwicklung (nicht dargestellt) 
werden die nichtgeharteten Bereiche der Schicht LM 
entfernt. Die nach der Entwicklung verbleibenden Teile 
der Schicht LM bilden die LBtstoppmaske. Die fertig 
maskierte Platte 1st in Fig. 2d gezeigt. 

Die Beschichtung kann auch mit einer Harz/Harter- 

Mischung erfolgen, die gegenuber dem vorangehenden 

Beispiel einen hBheren FestkBrpergehalt aufweist 

und die zum Erreichen der optimalen Giessviskositat 

bei erhBhter Tempera tur verarbeitet wird. Gegenllber 

dem vorangehenden Beispiel wird ausserdem der Abstand 

zwischen Giesskopf und FBrderband vergrBssert und 

die Vorschubgeschwindigkeit der Schaltungsplatte GS 

erhtfht. Die Temperatur der Beschichtungsmasse wird vor- 

zugsweise so eingestellt, dass sie beim Auftreffen auf 

die Platte G mindestens 20 °C hbher ist als diejenige 

der Platte. Dadurch wird der Erstarrungsvorgang auf 

der Platte stark beschleunigt . Mit diesen Modif ikationen ist 

es mbglich, in einem Beschichtungsvorgang einen dickeren Lackfilm 

auf die Schaltung aufzutragen, der sich im getrockneten 

Zustand wie eine Haut Uber die durchkontaktierten 

BohrlUcher spannt. Da nur wenig Harz in die BohrlBcher 

einfliesst, ist es nach dem Belichtungsprozess mOglich, 

die LStstoppmaske einwandfrei zu entwickeln und dabei 

alle sttJrenden Harzreste aus den BohrlSchern zu ent- 

f emen . 
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Die Fig. 3a bis 3d zeigen wiederum denselben Bereich 
der Platte GS wahrend bzw. nach den wichtigsten Stufen 
des modifizierten Verfahrens: Fig. 3a vor der Be- 
schichtung, Fig. 3b nach der Beschichtung, Fig. 3c 
bei der Belichtung und Fig. 3d nach der Entwicklung. 
Im Unterschied zu den Fig. 2b-2d zeigen die Fig. 3b- 3d 
eine dickere Schicht LM und sind in den Fig. 3b 
und 3c die BohrltJcher B nicht "of fen" sondern mit 
einem dtlnnen H3utchen Uberzogen. Dieses Hautchen 
wird bei der Entwicklung (^wischen den Stufen 3c und 3d) 
aufgelBst und entfernt. In der aus Fig. 3d ersichtlichen 
LtJtstoppmaske sind die Bohr 18c her wiederum absolut 
frei von LBtstopplack. 
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^ # Verfahren zur Herstellung von LBtstoppmasken 

0 \xf gedruckten Schaltungen, bei welchem in aufeinander- 
£ olgenden Schritten eine durch Bestrahlung 

^it insbesondere UV-Licht hSrtbare flllssige Substanz 
a ls dUnne Schicht auf die gedruckte Schaltung aufge- 
|pracht,,und diese Schicht unter Aussparung der 

X^Ststellen bildnfissig bestrahlt und anschliessend 
einem die nicht bestrahlten Bereiche ltSsenden 
flittel entwickelt wird, da durch gekennzeichnet , dass 
<jie flllssige Substanz mittels eines fliessenden Vor- 
hanges auf die durch diesen Vorhang transportierten 
gedruckten Schaltungen appliziert wird, wobei erstens 
<jie Viskositat der fltissigen Substanz so eingestellt 
^ird, dass sie beim Auftreffen auf die gedruckten 
Schaltungen 500 -1200 mPa s , vorzugsweise 600 - 900 mPa s 
■jpetrSgt, zweitens die VorhanghOhe so gewahlt wird, dass , 
<jie Fliessgeschwindigkeit des Vorhanges beim Auftreffen 
auf die gedruckten Schaltungen etwa 60 bis 160 m/min, 
vorzugsweise 70-120 m/min betragt, und drittens die 
"Transportgeschwindigkeit der gedruckten Schaltungen 
fctfchstens gleich oder nur geringfligig kleiner, vorzugs- 
weise jedoch grBsser als die Endgeschwindigkeit des 
Vorhanges gewahlt wird, 

%. Verfahren gemass Anspruch 1, dadurch gekenn- 

z eichnet, dass die flllssige Substanz so hoch erwannt 
^ird, dass sie mit einer Tempera tur auf die gedruckte 
Schaltung auftrifft, die urn mindestens 20°C Uber der- 

jenigen der gedruckten Schaltung liegt. 




GS 




i i I I i i I 1 1 1 I l uv 




GS 



- 3/3 - 



0002040 




GS 



I i I 1 1 1 i I i 1 I l uv 




GS 



J) 



Europaisches 
UMmE Patentamt 



EUROPAlSCHER recherchenbericht 



0002040 

Nummer der Anmeldung 

EP 73 10 1347 



Kategorle 



EINSCHLAGIGE dokumente 



Kennzeichnungdes Dokuments mit Angabe, soweit erfordertlch. der 
maBgebllchen Telle 



US - A - 3 876 465 (C.J. PRAZAK) 

* Spalte 4, Zeilen 28-37; Spalte 
Zeilen 8-53; Piguren; Anspriiclie 



PR — A - 1 556 1: 
MaM AG MASuUlM 



(ULRIGH STEINEf 1,2 
'ABRIK) 



* Piguren; Seite 2, re elite Spalte 
Zeilen 54-61 ♦ 



US - A - 2 963 002 (B. GLAUS) 

* Piguren * 

DE - A - 1 772 976 (TELDIX) 

* Piguren * 

DE - A - 2 541 280 (SIEMENS- AG) 

* Piguren; Ansprtiche * 



US - A - 3 500 610 (D.B. CHENOWETljl 
et al. j 

* Spalte 5» Zeile 33 bis Spalte 6 
Zeile 13; Piguren * 



FR - A - 1 227 231 (E.I. DU PONT) 
* Figuren; Zusammenfa saving * 



./. 



betrirtt 
Anspruch 



1,2 



Der vorltegende Recherchenbericht wurde Kir elle PetentansprUche erstellt 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG (lnt.Cl.>) 



G 03 P 7/16 
B 05 C 5/00 
H 05 K 3/34 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int CI.') 



G 03 P 7/16 
B 05 C 5/00 
H 05 K 3/34 



KATEGORIE DER 
QENANNTEN DOKUMENTE 



X: von besonderer Bedeutung 
A: technologischer Hlntergrund 
O: nlchtschrrftllche Offenbarung 
P: Zwischenliteratur 
T: der Erflndung zugrunde 
liegende Theorien Oder 
Grundsatze 
E: kollidlerende Anmeldung 
D: In der Anmeldung angefUhrtes 

Dokument 
L: aus andem Grander, 
angefUhrtes Dokument 



&: Mngiied der gieichen Patent- 
famine* Ubereinstimmendes 
Dokument 



Recherchanort 



Den Haag 



AbschluB datum der Recherche 

10-01-1979 



PrOfer 



RASSCHAERT 



EPA form 1503.1 08.78 



• 



Q)n Patentamt EUROPAlSCHER RECHERCHENBER1CHT 



0OO2AAA 

EP 78 10 1347 
-2- 



Kategorle 



A 
A 

A 
A 



einschlAgige dokumente 



m&KS&iSr UOKunwnts mtt *0we« ertorderUch. der | brtim 

Anspruch 



KLASSIFIKATION DER 
ANMELDUNG (JnLCI.») 



FR - A - 2 272 415 (AGFA GEVAERT) 1 





1 


089 307 


HEWSLER) 






US - A - 


3 


205 O89 


US - A - 


3 


132 968 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int CI. 1 ) 



